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(§) Verfahren zur Montage elektronischer und/oder optischer Bauelemente und Baugruppen auf der Ruckseite 
einseitig bestuckter flexibler Leiterplatten 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Oberflachen- 
montage elektronischer und/oder optischer Bauelemente 
auf der Ruckseite einer bereits einseitig mit oberflachen- 
montierten elektronischen und/oder optischen Bauele- 
menten (1) bestuckten flexiblen Leiterplatte (2). Das Ver- 
fahren ist dadurch gekennzeichnet, daS 

a) die einseitig bestuckte flexible Leiterplatte mit der un- 
bestuckten Bauelementenseite an eine steife und zumin- 
dest abschnittsweise plane Unterlage (3) angelegt wird, 

b) die Abschnttte der flexiblen Leiterplatte, auf denen 
Bauelemente zu montieren sind, mit mindestens einem 
Formelement (4) abgedeckt werden, welches steif ist und 
mindestens erne Funktionsoffnung (5) sowie rnechani- 
sche Bezugspunkte oder Bezugsflachen besitzt, wobei 
das Abdecken so erfolgt, daR das/die Formelement/e mit 
den abgedeckten Abschnitten der Leiterplattenobersette 
umlaufenden Kontakt haben, 

■ c) der Raum/die Raume (6) zwischen der Leiterplatten- 
oberflache und der inneren Oberflache des/der Formele- 
ments/e durch mindestens eine der Funktionsoffnungen 
mit mindestens einem flieSfahigen Formstoff weitestge- 
hend oder vollstandig ausgefullt wird, einschliefXIich des 
freien Raumes (8) zwischen den Unterseiten der Bauele- 
mente und der Leiterplatte, / 

d) die Gesamtheit a us Formelement/en, Formstoff und 
Leiterplatte an den mechanischen Bezugspunkten oder 
Bezugsflachen des/der Formelements/e gehandhabt wird 
und die freie Leiterplatten ruckseite mit anderweitig be- 
kannten Techniken elektronische und/oder ... 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifftein Verfahren zur Oberflachenmon- 
tage elektronischer und/oder optischer Bauelemente gemaB 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Eine flexible Fblienleiterplatte kann nach Schmidt, W.; 
Rohrs, G,; Kostelnik, J.: Neue Dimensionen in der Leiter- 
piattentechnik. F&M (Feinwerktechnik, Mikrotechnik, 
MeBtechnik) 102 (1994) 5-6, S. 219-225 einseitig mit Lot- 
paste bedruckt und bestiickt werden, indem man sie auf ei- 
nen Rahmeri oder Trager zeitweilig aufklebt, sie an einen 
Trager ansaugt oder sie mit einem Kern permanent vereint. 
Liegt die Folie an einer steifen und planen Unterlage an, so 
lassen sich die klassischen, der starren Leiterplatte angepaB- 
ten Siebdrucktechniken, maschinelles Bestiicken und 
Nacktchipverarbeitung anwenden. Jedoch sind mit diesen 
Techniken Bauelemente auf der ROckseite einer Folieniei- 
tcrplattc nicht ohnc wci teres zu monticrcn, wenn die \fordcr- 
seite bereits mit Lotpaste, Bauelementen und Nacktchips 
versehen ist. 

Ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ist 
aus der US 58 19 394 A bekannt. Weitergehend wird uber 
die Bauelemente eine Folie angeordnet und mittels Unter- 
druck an die Konturen der Bauelemente angepaBt. Die Ab- 
schnitte der Leiterplatte, die mit Bauelementen zu bestiicken 
sind, werden mit einem steifen Formelement abgedeckt, das 
mit einer Funktionsoffhung versehen ist. Der Raum zwi- 
schen Leiterplatte und der inneren Oberflache des Formele- 
ments wird durch die Funktionsoffhung mit einem flieBfahi- 
gen Formstoff ausgegossen. Nach dem AusgieBen wird die 
Leiterplatte wieder von Formelement und Formstoff ge- 
trennt. Fiir die weitere Handhabung ist die so herstellte \for- 
richtung von Interesse. 

Nachteilig bei diesem Verfahren ist die PaBungenauigkeit 
der mit dem Verfahren hergestellten Vorrichtung zu den be- 
reits einseitig bestuckten flexiblen Leiterplatten. Dies istbe- 
sonders bei fein strukturierten Leiterplatten problematisch. 

Aus der DE 35 12 978 Al ist es bekannt, eine flexible 
Leiterfolie, auf die eine Schaltung aufgeatzt ist, nach dem 
Bestiicken dieser Leiterplatte mit elektronischen Bauele- 
menten an vorbestimmten Faltkanten zur Anpassung an eine 
Gerateforrn zusammenzufalten. Diese Schaltungseinheit 
wird zur Bildung des Gehausekorpers mit einem plastisch 
aufbringbaren, aushartenden Kunststoff umhiillt. 

Aus der JP 7-288394 A ist ein steifes Formelement be- 
kannt, das Funktionsoffnungen und Bezugsflachen besitzt. 
Uber der bestuckten Seite einer Leiterplatte weist das Form- 
element einen formstoff gefullten Raum auf. Das Formele- 
ment umrahmt die Leiterplatte offenbar zum Schutz der auf 
der Leiterplatte befindlichen Bauelemente. 

Die am weitesten verbreiteten Bestiicker und ein Grofiteil 
der Lotpastendrucker sind fur eine horizontal gehaltene Lei- 
terplatte ausgelegt. Ist die flexible Leiterplatte auf der einen 
Seite bestiickt, so muB sie zur Montage von Bauelementen 
auf der Ruckseite umgedreht werden. Die naheliegende L6- 
sung besteht darin, die Leiterplatte zur RuckseitenbestUk- 
kung mit den Bauelementen nach unten in einen Rahmen 
einzuspannen, Sie ist mindestens durch zwei Probleme ge- 
kennzeichnet. Zum einen hangt die Folie unter der Last der 
Bauelemente durch, vor allem bei groBflachigen Substraten. 
Zum anderen fuhrt die im Rahmen aufgehangte flexible Lei- 
terplatte bei Bestuckungsaktionen mit einem der gebrauchii- 
chen anpreBkraftgesteuerten Bestuckerkopfe zu unter- 
schiedlichen Gegenreaktionen an den Ecken und in der 
Mittc der Leiterplatte. Das Ergcbnis sind Bcstuckungsfchlcr. 
Wenn die Folienleiterplatte mit ihrer bestuckten Seite nach 
unten auf einem Trager oder Arbeitstisch flachig aufliegend 
positioniert werden soli, mussen die Hohenunterschiede auf 



der bestuckten Seite ausgeglichen werden. Aus der 
US 5 626 278 sind Vorrichtungen bekannt, die in diskreter 
Form unter den elektronischen Bauelementen plaziert wer- 
den und die flexible Folie so stabilisieren, daB eine Bestiik- 
kung mittels Durchsteckmontage ermoglicht wird. Es wird 
keine vollstandige, sondem nur eine partielle Stabilisierung 
ermoglicht. Ein Ausgleich der Hohenunterschiede wird 
nicht erreicht. 

In der WO 97/33312 wird ein Verfahren zur Urnhullung 
von Halbleitem beschrieben. Es wird lediglich ein nackter 
Chip umgossen. Das Stabilisieren einer gesamten Bau- 
gruppe zum Zweck der Montage ist nicht vorgestellt. Aus- 
gangspunkt bei der WO 97/33312 ist ein nackter Chip und 
sein Endprodukt ein Chipgehause, das das Si-Chip vor Urn- 
welteinfliissen schiitzt und seine Testbarkeit und Montagefa- 
higkeit gewahrleistet 

Die Druckschrift Rohrs, G.; Hanke, A.: Fortschritte bei 
rccyclingfahigcn Leiterplatten, Tcil 2. F&M (Feinwerktech- 
nik, Mikrotechnik, MeBtechnik) 106 (1998) 6, S. 423-426 
und die PCT/CH 96/00218 behandeln das Problem einer 
Versteifiing bestuckter flexibler Leiterplatten, geben jedoch 
keine Moglichkeit an, wie die flexible Leiterplatte im Be- 
stuckungsprozeB stabilisiert werden kann, und damit auch 
keiri Verfahren zur kostengunstigen industriellen Realisie- 
rung der doppelseiugen Bestuckung. Ebenso werden keine 
Lotvorgange auf der Ruckseite einer einseitig bestuckten 
Leiterplatte beschrieben. 

Der Pastenauftrag (Lotpasten und Leitkleber) und die 
Montage von Bauelementen auf einer Leiterplatte, aber auch 
das Testen und Reparieren (etwa Entldten, neu Bestiicken 
und neu Loten) erfordem eine vorgegebene Steifigkeit und 
Plan ari tat der Leiterplatte sowie Bezugspunkte und Bezugs- 
flachen fur die Positipnierung beim jeweiligen Verfahren. 

Es besteht deshalb die Aufgabe, nach dem kompletten 
Bestiicken der ersten Seite einer flexiblen Leiterplatte die 
Planaritat und die Formstabilitat der unbestuckten Leiter- 
plattenseite zu sichem und Bezugspunkte oder Bezugsfla- 
chen fur ihre Positionierung zu schaffen. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe in Verbindung mit 
40 den im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Merkmalen 
dadurch geldst, daB 

die Abschnitte der flexiblen Leiterplatte, auf denen Bauele- 
mente zu montieren sind, mit mindestens einem Formele- 
ment abgedeckt werden, welches steif ist und mindestens 
eine Funktionsoffnung sowie mechanische Bezugspunkte 
oder Bezugsflachen besitzt, wobei das Abdecken so erfolgt, 
daB das/die Formelemente mit den abgedeckten Abschnitten 
der Leiterplattenoberseite umlaufenden Kontakt haben, 
der Raum/die Raume zwischen der Leiterpiattenoberflache 
und der inneren Oberflache des/der Formelements/e durch 
mindestens eine der Funktionsoffnungen mit mindestens ei- 
nem flieBfahigen Formstoff weitestgehend oder vollstandig 
ausgefuilt wird, einschlieBlich des freien Raumes zwischen 
den Unterseiten der Bauelemente und der Leiterplatte, 
die Gesamtheit aus Formelementen, Formstoff und Leiter- 
platte an den mechanischen Bezugspunkten oder Bezugsfla- 
chen des/der Formelements/e gehandhabt wird und die freie 
Leiterplattenriickseite mit anderweitig bekannten Techniken 
elektronische und/oder optische Bauelemente auf der noch 
unbestuckten Leiterplattenseite montiert werden und die fle- 
xible Leiterplatte und das Formelement wahrend der Be- 
stuckung der zweiten Leiterplattenseite durch den Formstoff 
fest miteinander verbunden sind. 

Die einseidg bestilckte flexible Leiterplatte liegt bei- 
spiclswcisc mit der Bauclcmcntcnscitc nach oben auf einer 
steifen Unterlage und ist mit einem Formelement abgedeckt. 
Durch Funktionsoffnungen in. diesem Formelement wird 
etwa der Raum zwischen Formelement und Leiterplatte mit 
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mindestens einem flieBfahigen Formstoffen aufgefullt. 
Forms toff wird durch eine oder mehrere Funktionsoff nun- 
gen eingefiillt. Die im zu fullenden Raum eingeschlossene 
Luft entweicht entweder durch die Finfull- oder durch an- 
dere Funktionsoffnungen. 

Auf diese Weise werden die Hohenunlerschiede zwischen 
den Bauelementen ausgeg lichen. 

Vorteiihaft verlauft das Ausfullen des Raumes in wenig- 
stens zwei Phasen, da8 zuerst ein elastischer Formstoff ein- 
gegossen wird, der die Bauelemente weitgehend oder voll- 
standig mit einer dunnen Schicht einfaBt, der Formstoff also 
dem Relief der von dem/den Formelementen abgedeckten 
Abschnitte der bestuckten Seite der Leiterplatte foigt, und 
anschlieSend der verbleibende Raum vollstandig oder we- 
nigstens weitgehend mit einem weniger elastischen Form- 
stoff aufgefullt wird. 

Es ist auch von Vorteil gleichzeitig mehrere Leiterplatten, 
bcispiclswcisc in Form von Nutzcn, durch cin Formclcmcnt 
gemeinsam abzudecken. 

Die Gesamtheit aus Formelement, Formstoff und Leiter- 
platte wird mit Hilfe der Bezugsflachen am Formelement 
gehandhabt und die Ruckseite der Leiterplatte bestuckt. 
Handhaben umfaBt dabei das Schaffen, definierte Verandern 
oder vorubergehende Halten einer vorgegebenen raumli- 
chen Anordnung von geometrisch besliimiilen Korpern in 
einem Bezugskoordinatensystem. 

Vorteiihaft wird bei der Durchfuhrung des Verfahrens ein 
Formelement verwendet, welches steif ist, Funktionsoffnun- 
gen und Bezugspunkte oder Bezugsflachen besitzt, sich auf 
der bereits bestuckten Seite der Leiterplatte abstiitzt und 
uber der bestuckten Seite der Leiterplatte einen formstoff ge- 
fuhlten Raum besitzt, der abgegrenzt ist von der inneren 
Oberflache des Formelements und der Leiterplattenoberfla- 
che, wobei der Formstoff mit der bestuckten Leiterplatten- 
seite FormschluB bildet und im Ergebnis der Gesamtheit aus 
Formelement/en, Formstoff und Leiterplatte der freien, noch 
unbestiickten Leiterplattenruckseite wenigstens zeitweise 
ausreichende Planaritat und eine vorgegebene Steifigkeit 
verleiht, so daB diese Gesamtheit an den mechanischen Be- 
zugspunkten oder Bezugsflachen des/der Formelemente/s 
handhabbar ist und Bauelemente und Baugruppen auf der 
freien, unbestiickten Leiterplattenseite montierbar sind. Die 
Materialwahl wird dabei so getroffen, daB die Vorrichtung 
unbeschadet hohe Temperaturen ubersteht 

Vorteiihaft weist die Innenseite des Formelementes Aus- 
nehmungen oder Erhebungen auf, die mit dem Formstoff 
FormschluB erzeugen. 

In einer vorteilhaften Ausgestaltung wird die gesamte 
Oberseite des Formelementes von einer Funktionsoffhung 
gebildet 

Von Vorteil ist es auch, wenn zwei Formstoffe den Raum 
ausfullen, und zwar so, daB ein weicher, elastischer Form- 
stoff die Bauelemente weitgehend oder vollstandig mit einer 
dunnen Schicht einfaBt und dabei dem Relief der von dem/ 
den Formelement/en abgedeckten Abschnitte der bestuckten 
Seite der Leiterplatte folgt, und der verbleibende Raum voll- 
standig oder wenigstens weitgehend mit einem weniger ela- 
stischen Formstoff ausgefiillt ist. 

Die Vorteile der Erfindung bestehen darin, daB der Lotpa- 
stenauftrag und die Montage von Bauelementen und Bau- 
gruppen, aber auch das Testen und Reparieren (Entloten, 
neu Bestucken und neu Loten) auf der Ruckseite einer ein- 
seitig bestuckten flexiblen Leiterplatte erfolgen kann. Die 
Gesamtheit aus Formelement, Formstoff und Leiterplatte ist 
stabil und laBt cine gcnauc Positionicrung zu. Das Formele- 
ment hat Bezugspunkte oder Bezugsflachen. Damit lassen 
sich auch zur Ruckseitenbestuckung die gebrauchlichen 
Montagetechniken, zum Beispiel SMT und COB anwenden. 



Es konnen die konventionellen Verfahren (fUr FR4-Leiter- 
platten) zum Einsatz kommen. 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung begleilet die flexible 
T^iterplatte durch alle Verfahrensschritte. Tm Vergleich zu 

5 solchen Vorrichtungen, die nur zeitweilig halten, ist der Auf- 
wand geringer und die Verfahrensrobustheit hoher. Ein Vor- 
teil ergibt sich insbesondere bei Bauelementen mit flachiger 
Anordnung der Anschlusse (BGA, CSP), die nach einem 
Test oder einer Rontgen-Inspektion unter Umstanden erneut 

10 zu verloten sind. Die erfindungsgemaBe Vorrichtung besteht 
beispielsweise aus temperaturstabilen Werkstoffen und er- 
laubt ein mehrf aches Loten. 

Die flexible Leiterplatte ist im Formstoff eingebettet und 
kann bei den Verfahrensschritten weder durchhangen noch 

15 nachgeben. Ein weiterer Vorteil ist, daB der elastische Form- 
stoff die thermomechanischen Spannungen beim Loten, Re- 
paraturloten und Lagern aufnimmt, die sich bei Temperatur- 
andcrungen aus der Kombination von Matcrialien untcr- 
schiedlicher thermischer Ausdehnung ergeben. 

20 Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen in den Zeichnungen naher erlautert. Es zei- 
gen: 

Fig. 1 eine Darsteilung zur Veranschaulichung des Ver- 
fahrensablaufes 

25 Fig. 2 eine Darsteilung in der der Raum 6 urit zwei Form- 
stoffen ausgefiillt ist 

Fig. 3 eine Darsteilung in der die Innenseite des Formele- 
mentes 4 Ausnehmungen und Erhebungen aufweist. 

Fig. 1 zeigt eine Darsteilung zur Veranschaulichung des 
30 Verfahrensablaufes mit den einzelnen Verfahrenschritten a) 
bis d). 

Entsprechend Fig. la ist eine nach bekannten Technolo- 
gien einseitig mit elektronischen Bauelementen 1 bestuckte 
und getestete Folienleiterplatte 2 auf einem zumindest ab- 

35 schnittsweise planen Arbeitstisch mit den Bauelementen 1 
nach oben aufgelegL 

AnschlieBend werden entsprechend Fig. lb die flexible 
Leiterplatte 2 und die elektronischen Bauelemente 1 mit ei- 
nem Formelement 4 aus Metall (Messing) oder glasfaserver- 

40 starktem Epoxidharz (FR4, FR5) abgedeckt, wobei das 
Formelement 4 mit den abgedeckten Abschnitten der Ober- 
seite der flexiblen Leiterplatte 2 einen umlaufenden Kontakt 
hat. Dieser Bereich kann auch stoffschliissig (mittels Pre- 
pregs) verbunden werden. 

45 Nun wird entsprechend Fig. lc der durch das Formele- 
ment 4 und die Bauelementenseite der flexiblen Leiterplatte 
2 gebildete Raum G durch die Funktionsoffnungen 5 mittels 
anderweitig bekannter Technoiogien (z. B. VergieBen) mit 
einem Formstoff 7 aufgefullt. AnschlieBend wird der Form- 
so stoff 7 je nach technologischen Bedingungen, etwa durch 
Vernetzen eines Silikonharzes, stabilisiert, wobei eine ela- 
stisch verformbare Masse entsteht. 

Damit entsteht im Schritt c) des Verfahrens eine Gesamt- 
heit aus Formelement/en 4, Formstoff 7 und Leiterplatte 2, 

55 die an mechanischen Bezugspunkten oder Bezugsflachen 
des/der Formelements/e gehandhabt werden kann, wobei 
sich nun die flexible Leiterplatte 2 etwa wie eine starre Lei- 
terplatte verhalt. 

Entsprechend der Fig. Id wird diese Gesamtheit aus 

60 Formelement/en 4, Formstoff 7 und Leiterplatte 2 in dem so- 
fort oder spater folgenden Verfahrensschritt d) verwendet, 
um auf der freien Leiterplattenruckseite mit anderweitig be- 
kannten Techniken elektronische und/oder optische Bauele- 
mente 1, la zu montieren. Im Ergebnis liegt so nach Lotpa- 

65 stcnauftrag, Bestucken, Loten o. dgl. cine doppclscitig be- 
stuckte und zunachst noch stabilisierte flexible Leiterplatte 2 
vor. In Abhangigkeit von der Beschaffenheit des Formstoff s 
7 kann dieser wieder aufgelost oder beseitigt werden. Da- 
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nach liegt eine zweiseiiig bestUckte flexible Leiterplatte 2 
vor. 

In der Fig, 2 ist eine Darstellung gezeigt, in der der Raum 
6 mit zwei FormstofTen 7a, 7b ausgefullt ist. 

Die Ausfullung des Raumes 6 erfolgt in zwei Phasen, wo- 
bei zuerst ein elastischer Formstoff 7a eingegossen wird, der 
die Bauelemente 1 weitgehend oder vollstandig mit einer 
diinnen Schicht einfaBt und auch in den Raum 8 zwischen 
Bauelemente 1 und Leiterplatte 2 kriecht. Der verbleibende 
Raum ist vollstandig mit einem weniger elastischen Form- 
stoff 7b aufgefullt. Dieser Formstoff 7b kann zum Beispiel 
der mit Fiillstoffen (Glasfasern) vermischte elastische Form- 
stoff 7a sein. 

Fig. 3 zeigt eine Darstellung, in der die Innenseite des 
Formelements 4 Ausnehmungen und Erhebungen 9 auf- 
weist. Die Ausnehmungen und Erhebungen 9 erzeugen zwi- 
schen dem Formelement 4 und dem Formstoff 7 einen 
FormschluB. Damit wird cin sichcrcr Halt cincs nicht mchr 
flieBfahigen Formstoffs 7 im Formelements 4 wahrend der 
Handhabung gewahrleistet. 

Bezugszeicheniiste 
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1 - elektronisches Bauelement 

la - drahtgebondeles Bauelement (COB) 25 

2 - flexible Leiterplatte 

3 - Unterlage 

4 - Formelement 

5 - Funktionsoffhung 

6 - Raum zwischen Formelement und Bauelementenseite 30 
7a - elastischer Formstoff 

7b - weniger elastischer Formstoff 

8 - Raum zwischen Unterseiten der Bauelemente und Lei- 
terplatte 

9 - Ausnehmung/Erhebung 35 

Patentanspriiche 



1. Verfahren zur Oberflachenmontage eiektronischer 
und/oder optischer Bauelemente auf der Ruckseite ei- 
ner bereits einseitig mit oberflachenmontierten elektro- 
nischen und/oder optischen Bauelementen (1) bestiick- 
ten flexiblen Leiterplatte (2), bei dem 

a) die einseitig bestuckte flexible Leiterplatte mit 
der unbestiickten Bauelementenseite an eine steife 
und zumindest abschnittsweise plane Unterlage 
(3) angelegt wird, dadurch gekennzeichnet, daB 

b) die Abschnitte der flexiblen Leiterplatte, auf 
denen Bauelemente zu montieren sind, mit minde- 
stens einem Formelement (4) abgedeckt werden, 
welches steif ist und mindestens eine Funktions- 
offnung (5) sowie mechanische Bezugspunkte 
oder Bezugsflachen besitzt, wobei das Abdecken 
so erfolgt, daB das/die Formelement/e mit den ab- 
gedeckten Abschnitten der Leiterpiattenoberseite 
umlaufenden Kontakt haben, 

c) der Raum/die Raurae (6) zwischen der Leiter- 
plattenoberflache und der inneren Oberflache des/ 
der Formelements/e durch mindestens eine der 
Funktionsoffnungen mit mindestens einem flieB- 
fahigen Formstoff weitestgehend oder vollstandig 
ausgefullt wird, einschlieBlich des freien Raumes 
(8) zwischen den Unterseiten der Bauelemente 
und der Leiterplatte, 

d) die Gcsamthcit aus Formclcmcnt/cn, Form- 
stoff und Leiterplatte an den mechanischen Be- 
zugspunkten oder Bezugsflachen des/der Form- 
elements/e gehandhabt wird und die freie Leiter- 
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plattenruckseite mil anderweitig bekannten Tech- 
niken elektronische und/oder optische Bauele- 
mente (1, la) auf der noch unbestiickten Leiter- 
plattenseite rnontiert werden und 
e) die flexible Leiterplatte und das Formelement 
wahrend der Bestuckung der zweiten Leiterplat- 
tenseite durch den Formstoff fest miteinander ver- 
bunden sind. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Ausfullen des Raumes (6) in wenigstens 
zwei Phasen verlauft und zwar so, daB zuerst ein elasti- 
scher Formstoff (7a) eingegossen wird, der die Bauele- 
mente weitgehend oder vollstandig mit einer dunnen 
Schicht einfaBt, der Formstoff also dem Relief der von 
dem/den Formelement/en abgedeckten Abschnitte der 
bestuckten Seite der Leiterplatte folgt, und ansch lie- 
Bend der verbleibende Raum vollstandig oder wenig- 
stens weitgehend mit einem weniger elastischen Form- 
stoff (7b) aufgefullt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB gleichzeitig mehrere Leiterplatten, beispiels- 
weise in Form von Nutzen, durch ein Formelement ge- 
meinsarn abgedeckt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Formeieinent eingesetzt wird, wel- 
ches steif ist, Funktionsoffnungen und Bezugspunkte 
oder Bezugsflachen besitzt, welches sich auf der be- 
reits bestuckten Seite der Leiterplatte abstutzt und uber 
der bestuckten Seite der Leiterplatte einen formstoffge- 
fullten Raum besitzt, der abgegrenzt ist von der inneren 
Oberflache des Formelements und der Leiterplatten- 
oberflache, wobei der Formstoff mit der bestuckten 
Leiterplattenseite FormschluB biidet und im Ergebnis 
der Gesamtheit aus Formelementen, Formstoff und 
Leiterplatte der freien, noch unbestiickten Leiterplat- 
tenruckseite wenigstens zeitweise ausreichende Plana- 
ritat und eine vorgegebene Steifigkeit verleiht, so daB 
diese Gesamtheit an den mechanischen Bezugspunkten 
oder Bezugsflachen des/der Formeiemente/s handhab- 
bar ist und Bauelemente und Baugruppen auf der 
freien, unbestiickten Leiterplattenseite montierbar sind. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Formelement eingesetzt wird, dessen In- 
nenseite Ausnehmungen oder Erhebungen aufweist, 
die mit dem Formstoff FormschluB erzeugen. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die gesamte Oberseite des Formelemen- 
tes von einer Funktionsoffnung (5) gebildet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 4, 5 oder 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zwei Formstoffe in den Raum (6) 
eingefiillt werden, und zwar so, daB ein weicher, elasti- 
scher Formstoff (7a) die Bauelemente weitgehend oder 
vollstandig mit einer dunnen Schicht einfaBt und dabei 
dem Relief der von dem/den Formelementen abge- 
deckten Abschnitte der bestuckten Seite der Leiter- 
platte folgt, und der verbleibende Raum vollstandig 
oder wenigstens weitgehend mit einem weniger elasti- 
schen Formstoff (7b) ausgefullt ist. 
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